散热器分为两种，风冷和水冷
风冷铝制散热片
风冷的单塔是一个风扇双塔就是有两个风扇

风冷最高能装到14600kf,		13代的i7：13700kf都压不住了

14600kf功耗能达到170瓦最低就是风冷双塔

14700正常要上Z板，B板和H板是跑不满的

水冷分为：240水冷和360水冷

ae240和ae360
泰坦a080，a090

i5ae就可以

水冷中间是有一个冷头的，冷头里面有冷却液，接触cup会把冷却液烧热，然后通过热水管挤出去，挤到上面大冷排，像方便面的曲轮拐弯的那种网，然后通过风扇吹小细丝，把冷却液吹凉，在通过冷水管回到水冷头里面进行循环。

水冷和风冷的区别：

第一水冷简洁美观，水冷在不玩游戏或高负载中会相对静音安静，玩游戏时噪音和风冷一样，第二降温速度快，比如水冷压10度的话可能10秒就压下去了，但是风冷需要一个过程二三十秒慢慢的变凉，相当于空调和冷风机的一个区别

水冷现在都是有漏液包赔的，赔偿策略是比如你的主板第原价是1000那么第一年漏液就会补偿1000，第二年90%，列第一年百分百，第二年百分之九十这种补偿方案以此类推，现在网上看的的漏液都是想让你看到的 现在在质保期内基本都不会出现漏液了，从2021年卖的机器到目前基本还没有售后漏液的情况，现在水冷有三层保护管子特殊材料也配有防爆网或防爆纹，外面也有一层隔热棉。售后：第一漏液包赔，第二现在基本都遇不到漏液的了

风冷之前最好的是猫头鹰转速高的同时声音还低，轴承也很好
风冷老二利民风冷之前也很吊，从2023年开始主攻水冷，因为随着CPU的性能功耗高i7以上的就用不了风冷了

水冷利民第一，泰坦第二，瓦尔基里第三

i3面向正常是普通办公家庭简单娱乐
i5中度游戏，146可以畅玩很多游戏
i7直播，剪辑，多开玩游戏

主板H610搭配i3高端也能搭配i5但价格和B760低端一样了缺点接口少很少有两个M2的接口，固态速度只有3600如果插4.0接口的7100m/s那么速度也只有3600
B760正常搭配i5固态接口4.0都支持

Z790

U系列Z890，B860


主板的作用：相当于一个平台把显卡CPU内存硬盘进行一个数据传输，紧密相连。
主板主要有两个参数第一个就是供电，供电的多少决定咱们能是用什么样的CPU，第二个参数就是接口的扩展性，比如硬盘的m2插槽

主板供电，如果供电不足CPU就会跑不满，146需要供电8相以上，列8+1+1或10+1+1那么前面的第一个数字8和10就是CPU的供电，后面1+1就是一个给北桥供电，一个给南桥供电北桥芯片靠近CPU，b760m就代表是个芯片

B650就给不了9600x进行超频调试
	
主板扩展：列m2的插槽，4个内存插槽，下面小的PCIA（类似于网卡）可以插声卡，内置网卡
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Adm：
三代和五代都可以用450，550的主板通用

五代U5600，5600x，5700,5700x,可以用450，550

7700和9700可以通用使用650的板子也可以850的板子

450，550可以上r5:5600,5700

550也能上5600,5700，5600x,5700x

5700配DDR4的内存，5700以上都是DDR5的内存

内存参数
第一容量8G,16G,32G,48G,64G,96G，容量越大速度越快，因为属于内存储存器
第二频率，频率越高速度越快，3600，4000
DDR3频率1066，1333，1600，1800
DDR4频率2133，2666，3000，3200，3600
DDR5频率5200，5600，6000，6400，6600，6800，7200
生产力情况下D5大概比D4提升大概10%到15%之间

内存时序：内存找到数据的时间
游戏主要吃时序，游戏情况下D5大概比D4提升大概7%到10%之间

硬盘参数：
第一容量：512g,1t,2t
第二读取速度,从硬盘打开视频是读取，往硬盘拷贝下载是写入，硬盘固态分为3.0，4.0，5.0
3500一下的速度都是3.0
5000，6000，7000，7200，7400都是4.0
5.0都是一万以上了
硬盘颗粒分为TLC和QLC
TLC正常寿命是QLC的两倍，
TLC传输拷贝东西的时候基本在一个速度水平线而
QLC会上下浮动不稳定
QLC优点比较便宜
经常拷贝移动文件推荐TLC，如果正常用户QLC区别不大
钛600，金士顿都是QLC
硬盘属于读存存储器

电脑运行规律：
开机电源控制，桌面双击一个文件硬盘运行，CPU发送指令，硬盘给到内存，内存进行程序编码给到CPU，CPU通过北桥芯片把图像给到显卡，把音频给到南桥芯片的声卡，解析完成后显卡和声卡同步返回给用户，音频返回音响，图形返回显示器。

